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M AuBerdem liegen dem Bericht ANLAGEN bei; dabei handelt es sich urn Blatter mit Beschreibungen, Anspruchen 
und/oder Zeichnungen, die geandert wurden und diesem Bericht zugrunde liegen, und/oder Blatter mit vor dieser 
Behorde vorgenommenen Berichtigungen (siehe Regel 70.16 und Abschnitt 607 der Verwaltungsrichtlinien zum 
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Diese Anlagen umfassen insgesamt 2 Blatter. 



3. Dieser Bericht enthalt Angaben zu folgenden Punkten: 

I M Grundlage des Bescheids 

II □ Prioritat 

III □ Keine Erstellung eines Gutachtens uber Neuheit, erfinderische Tatigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit 

IV □ Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung 

V M Begrundete Feststellung nach Regel 66.2 a)ii) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tatigkeit und der 

gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur Stutzung dieser Feststellung 

VI □ Bestimmte angefuhrte Unterlagen 

VII □ Bestimmte Mangel der internationalen Anmeldung 

VIII □ Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung 
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I. Grundlage des Berichts 

1. Hinsichtlich der Bestandteile der internationalen Anmeldung (Ersatzblatter, die dem Anmeideamt auf eine 
Aufforderung nach Artikel 14 hin vorgelegt wurden, gelten im Rahmen dieses Berichts als "ursprunglich 
eingereicht" und sind ihm nicht beigefugt, weil sie keine Anderungen enthalten (Regein 70. 16 und 70.17)): 



Beschreibung, Seiten 

1-16 in der ursprunglich eingereichten Fassung 
Anspruche, Nr. 

3, 5-9, 11-16 in der ursprunglich eingereichten Fassung 

1 1 1 o eingegangen am 1 8.01 .2006 mit Schreiben vom 1 6.01 .2006 

Zeichnungen, Blatter 

1/3-3/3 in der ursprunglich eingereichten Fassung 

2. Hinsichtlich der Sprache: Alle vorstehend genannten Bestandteile standen der Behorde in der Sprache, in der 
die internationale Anmeldung eingereicht worden ist, zur Verfugung oder wurden in dieser eingereicht, sofern 
unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist. 

Die Bestandteile standen der Behorde in der Sprache: zur Verfugung bzw. wurden in dieser Sprache 
eingereicht; dabei handelt es sich um: 

□ die Sprache der Ubersetzung, die fur die Zwecke der internationalen Recherche eingereicht worden ist 
(nach Regel 23.1(b)). 

□ die Veroffentlichungssprache der internationalen Anmeldung (nach Regel 48.3(b)). 

□ die Sprache der Obersetzung, die fur die Zwecke der internationalen vorlaufigen Prufung eingereicht 
worden ist (nach Regel 55.2 und/oder 55.3). 

3. Hinsichtlich der in der internationalen Anmeldung offenbarten Nucleotid- und/oder Aminosauresequenz ist die 
internationale vorlaufige Prufung auf der Grundlage des SequenzprotokoNs durchgefuhrt worden, das: 

□ in der internationalen Anmeldung in schriftlicher Form enthalten ist. 

□ zusammen mit der internationalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht worden ist. 

□ bei der Behorde nachtraglich in schriftlicher Form eingereicht worden ist. 

□ bei der Behorde nachtraglich in computerlesbarer Form eingereicht worden ist. 

□ Die Erklarung, daB das nachtraglich eingereichte schriftliche Sequenzprotokoll nicht uber den 
Offenbarungsgehalt der internationalen Anmeldung im Anmeldezeitpunkt hinausgeht, wurde vorgelegt. 

□ Die Erklarung, daB die in computerlesbarer Form erfassten Informationen dem schriftlichen 
Sequenzprotokoll entsprechen, wurde vorgelegt. 

4. Aufgrund der Anderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen: 

□ Beschreibung, Seiten: 

□ Anspruche, Nr.: 

□ Zeichnungen, Blatt: 
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5. □ Dieser Bericht ist ohne Berucksichtigung (von einigen) der Anderungen erstellt worden, da diese aus den 

angegebenen Grunden nach Auffassung der Behorde uber den Offenbarungsgehalt in der ursprunglich 
eingereichten Fassung hinausgehen (Regel 70.2(c)). 

(Auf Ersatzblatter, die solche Anderungen enthalten, ist unter Punkt 1 hinzuweisen; sie sind diesem Bericht 
beizufugen.) 

6. Etwaige zusatzliche Bemerkungen: 



V. Begrundete Feststellung nach ArtikeK 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tatigkeit und der 
gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur Stutzung dieser Feststellung 

1. Feststellung 

Neuheit (N) Ja: Anspruche 1,3,5-16 

Nein: Anspruche - 

Erfinderische Tatigkeit (IS) Ja: Anspruche 1 ,3,5-1 6 

Nein: Anspruche - 

Gewerbliche Anwendbarkeit (IA) Ja: Anspruche: 1 ,3,5-1 6 

Nein: Anspruche: 

2. Unterlagen und Erklarungen: 
siehe Beiblatt 



Formblatt PCT/IPEA/409 (Januar 2004) 



INTERNATIONALER VORLAUFIGER Internationales Aktenzeichen PCT/DE2005/00021 5 
PRUFUNGSBERICHT - BEIBLATT 



Zu Punkt V 

Begrundete Feststellung hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tatigkeit und 
der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur Stutzung dieser 
Feststellung 

1 Die ursprunglich eingereichten unabhangigen Anspruche 1 und 10 wurden durch die 
neu vorgeschlagenen unabhangigen Anspruche 1 und 10 ersetzt, die ursprunglich 
eingereichten abhangigen Anspruche 2 und 4 entfallen. 

2 Es wird auf folgende Dokumente verwiesen: 

D1: US 2003/218191 A1 (NORDAL PER-ERIK ET AL) 27. November 2003 

D2: US 2003/1 32527 A1 (COOMER BOYD L) 1 7. Juli 2003 

D3: US 2003/071341 A1 (JEUNG BOON SUAN ET AL) 17. April 2003 

D4: US 2003/006493 A1 (SHIMOISHIZAKA NOZOMI ET AL) 9. Januar 2003 

D5: US-A-5 637 536 (VAL ET AL) 1 0. Juni 1 997 

D6: US 2003/1 7541 1 A1 (KODAS TOI VO T ET AL) 1 8. September 2003 

3.1 Dokument D1 zeigt das Stapeln von Schichten elektronischer Bauelemente, wobei 
Kontaktflachen jeweils an den Rand einer Schicht angrenzen. Diese Kontaktflachen 
werden dann durch Leiterbahnen, die uber gegeneinander versetzte Rander der 
Schichten laufen, miteinander verbunden. Der Gegenstand von Anspruch 1 
unterscheidet sich davon dadurch, daB die Schichten keine Chips, sondern 
Isolierschichten sind, auf denen Schaltungen angeordnet sind (siehe Abs. 50). 
Dokument D2 zeigt einen Chipstapel, doch sind in Anbetracht der Form der 
Verbindungsleitungen 320, 410 und 420 zwischen den einzelnen Stapelebenen 
offenbar keine Kontaktflachen jeweils an die Rader der Chips gefuhrt. Auch bei den 
in den Dokumenten D3 und D4 gezeigten Chipstapeln sind die Kontaktflachen nicht 
an den Randern, sondern innerhalb der Chipflachen angeordnet. Der Gegenstand 
von Anspruch 1 ist daher neu. 

3.2 Die Anordnung der Kontaktflachen am Rand der Chips ermoglicht das Stapeln von 
Chips auch in dem Fall, daB ein groBerer Chip uber einen kleineren gestapelt werden 
soli. Eine solche Stapelung ist somit vorteilhafter als die in den vorliegenden 
Dokumenten gezeigte. Der Gegenstand von Anspruch 1 ist daher erfinderisch. 
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4.1 Das Dokument D3 wird als nachstliegender Stand der Technik fur den 
Verfahrensanspruch 10 angesehen. Der Gegenstand von Anspruch 10 unterscheidet 
sich von D3 dadurch, daB sich die Kontaktflachen nicht bis an die Chipkanten 
erstrecken; auBerdem werden die Leiterbahnen aus Metall hergestellt (Abs. 33 der 
D3) anstatt aus einem mit Nanopartikeln gefullten Kunststoff, der anschlieBend 
strukturiert wird. Der Gegenstand von Anspruch 10 ist daher neu. 

4.2 Aus der D5 ist das Eintauchen des Stapels in eine nicht spezifizierte leitende 
Flussigkeit bekannt, und aus D6 weiB der Fachmann, daB es Tauchbader aus mit 
Nanopartikeln gefulltem Polymer gibt. Der Fachmann wurde aber diese beiden 
Dokumente nicht mit D3 kombinieren, da er bei den bekannten Stapeln, wo jeweils 
ein kleinerer Chip auf einen groBeren aufgesetzt wird, einfachere Kontaktierungen 
anwenden kann. Das Verfahren nach Anspruch 10 wird daher durch D3 nicht 
nahegelegt. AuBerdem hat es gegenuber D3 einen fur den Fachmann nicht 
offensichtlichen Vorteil: es gestattet die Strukturierung in Hohlraume hinein unter 
Bildung von sehr dunnen, gut leitfahigen Verbindungen, insbesonder auch dann, 
wenn der Stapel aus Chips unterschiedlicher GroBe in beliebiger Reihenfolge 
besteht. Der Gegenstand von Anspruch 10 ist daher erfinderisch. 

5 Die ursprunglich vorgelegten Anspruche 3, 5-9 und 11-16 sind als von den neu 
vorgelegten Anspruchen 1 bzw. 10 abhangige Anspruche ebenfalls neu und 
erfinderisch. 
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vorgeschlagene Patentanspruche 

Halbleiterbauteil mit einem Stapel (100) aus Halbleiter- 
chips (1, 2), unterschiedlicher Chipgrofien, wobei. die 
Halbleiterchips (1, 2) des Halbleiterchipstapels (100) 
mit frei wahlbarer Reihenfolge der Stapelung stoff- 
schlussig aufeinander fixiert angeordnet sind,' und wobei 
die Halbleiterchips (1, 2) Kontaktflachen (5) aufweisen,' 
die sich bis an die Kanten (6) der Halbleiterchips (1, 
2) erstrecken und wobei sich Leistungsabschnitte (7) von 
mindestens einer Oberkante (8) zu einer Unterkante (9) 
der Randseiten (10) der Halbleiterchips (1, 2) erstre- 
cken und die Kontaktflachen (5) der Halbleiterchips (1, 
2) des Halbleiterchipstapels (100) elektrisch verbinden, 
wobei die elektrisch leitenden Leitungsabschnitte (7) 
auf den Halbleiterchipkanten (6)-, den Halbleiterrands'ei- 
ten (10), der Halbleiteroberseite (11) und/oder der 
Halbleiterruckseite (12) haftend angeordnet sind. 

Verfahren zur Herstellung eines Halbleiterbauteils mit 
einem Stapel (100) aus Halbleiterchips (1, 2) unter- 
schiedlicher Chipgroften, wobei das Verfahren folgende 
Verf ahrensschritte auf weist : 

Herstellen von Halbleiterchips (1, 2) mit Kontakt- 
flachen (5), die sich bis an die Kanten (6) des 
Halbleiterchips (1, 2) erstrecken, 

stof f schlussiges Fixieren der Halbleiterchips (1, 
2) ubereinander zu einem Halbleiterstapel (100) mit 
frei wahlbarer Reihenfolge der Stapelung, 
Umhullen des Halbleiterstapels (.100) mit einer 
Schicht (15) aus mit einem mit Nanopartikeln ge- 
fullten Kunststof flack, 
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Strukturieren der Schicht (15) zu Leiterbahnab- 
schnitten (7) zwischen den Kontaktf lachen (15) der 
aufeinander gestapelten Halbleiterchips (l f 2) . 
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